






















专利名称(译) 传输微器件的方法

公开(公告)号 US20190103274A1 公开(公告)日 2019-04-04

申请号 US15/826728 申请日 2017-11-30

[标]申请(专利权)人(译) 台虹科技股份有限公司

申请(专利权)人(译) 台虹科技股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 台虹科技股份有限公司.

[标]发明人 CHANG HSIU MING
LIN PO WEN
HUNG TSUNG TAI

发明人 CHANG, HSIU-MING
LIN, PO-WEN
HUNG, TSUNG-TAI

IPC分类号 H01L21/263 H01L27/15 H01L21/67 H01L33/00

CPC分类号 H01L21/263 H01L27/156 H01L21/67132 H01L21/67144 H01L33/0095

优先权 106133598 2017-09-29 TW

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了一种传送微器件的方法。提供具有彼此相对的第一表面和第二表
面的载体基板，其中多个微器件设置在第一表面上，并且每个微器件通
过激光剥离凝胶与第一表面结合。接下来，使接收基板相对靠近第一表
面，并且在第二表面上设置掩模。然后，用激光照射带有掩模的第二表
面，以保持没有激光照射的微型器件结合在第一表面上，并且用激光照
射的微型器件失去粘合力并转移到接收基板。
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